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摘 要

本研究藉由建立電鍍鈷銅合金"製程-鍍層微結構-機械性質"的關係，瞭解電鍍鈷、電鍍銅及鈷銅合金 在不同的電流密度下

鍍層之微結構與機械性質。實驗中以直流電鍍法為主，控制其電流密度、電鍍時間 ，於銅板上製備35ΜM的鍍層，然後以

維克式硬度試驗、橫截面光學顯微鏡（OM）、掃瞄式電子顯微鏡 （SEM）、橫截面穿透式電子顯微鏡（TEM），觀察

鍍層組織與結晶缺陷及機械性質。 在鈷銅合金電鍍實驗中通氣管路外接空氣幫浦，其功用為均勻攪拌鍍液，並去除陰極表

面氫氣泡，發 現其電流效率只有10％，鍍層經由掃瞄式電子顯微鏡觀察發現所批覆上的鍍層表面皆為金屬氧化物。若 將

通氣管路外接氮氣時，則發現無氫氣泡產生，鍍層厚度均勻，且顏色呈現金屬光澤，電流效率為100 ％。於電流密度低

於2A/DM2時所得鈷銅合金硬度較低，而電流密度高於2A/DM2時，所得鈷銅合金硬度較 高，並且硬度最大值和最小值相

差約10％，所以電流密度對其鈷銅合金硬度的影響並不大。鈷銅合金在 電流密度0.3A/DM2~5A/DM2下製備的鍍層呈現

明顯細長的柱狀晶，於低電流密度時柱狀晶有少許的雙晶 缺陷，但在高電流密度時，雙晶缺陷的雙晶面與細長的柱狀晶長

軸平行。
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